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Rethinking Manufacturing Methodology for Complicated Products
Seiji MIWA
ABSTRACT
Since the１９８０’s, the performance of Japanese electronics companies has been declining and
their global market share has been deteriorating. It is clear that something has happened to
the hitherto excellent manufacturing capabilities of Japanese companies. The issues involved
are the quality or defectiveness of Japanese products and the commoditization of electronics
products. Both issues seem to be related to a key electronic module : System LSI and its
software. A new design methodology, including software, to eliminate defective products and
the exploration of new business models to avoid commoditization are needed. To solve defect/
quality issues in virtual environments, simulations of the entire system that include failure
modeling to detect unexpected failures or conflict between modules to optimize globalization is
necessary. Attractive stories and not just added physical features are also necessary.
KEYWORDS : System Architecture, Commoditization, Stocastic, System Level Design, Cus-
tomizable ASSP, Global optimization
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ASIC （Application Specific Integrate Circuit）
という形で，そのアプリケーションに特化した専
用の半導体である。微細加工が進めば進むほど，
開発費が幾何級数的に増大し，４５ナノプロセスで
は数十億円かかる。これから商品が伸びるであろ
うと言うものでも，企画の最初の段階でどれだけ
の量の商品が売れるか分からないことが殆どであ
る。しかしこのような膨大な開発費のかかる
ASICというシステム LSIを造るからには，その
膨大な開発費を回収できるように膨大な量の半導
体を売らなければならない。したがって一社では
なく多くの企業にこれを買ってもらうために，最
初から，多くの参入企業を想定してビジネスを始
めなければならないので，価格切り下げ競争にな
る。そのためにより多くの参入企業に買ってもら
うために，ASSP（Application Specific Standard
Product）が開発された。つまり或る分野でいろ
いろの企業が同じ半導体を使ってもらえるように，
いろいろの機能を詰め込んだ半導体である。携帯
電話，テレビなどの同じアプリケーションでもい
ろいろな使い方に対応できるような汎用の半導体
である。これでより多くの参入企業に使ってもら
えるので，その生産量が格段に増えた。
ASSPの供給企業としての有力なファブレス・
セミコンダクターの戦略は，その半導体を安売り
しないでビジネスをしている。それはソフトを含
めた周辺の半導体をプラットフォームとして提供
しているからである。つまり基幹モジュールとそ
の周辺までのソリューションという全体を供給す
るという戦略の強みでビジネスしているからであ
る。そのためにはシステムというアプリケーショ
ンの R&D投資をしているからである。それは欧
米，アジアの企業で，残念ながら日本半導体産業
ではない。ブロードコム（通信基地局），エヌビ
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ディア（画像技術），マーベール（画像，通信），
メディアテック（テレビ，画像），クアルコム（携
帯電話），TI，シリコンイメージ（TV画像），ト
ライメディア（TV画像），インテル（PC），TI
（通信，画像）などがそれである。
しかしこの ASSPも万能ではなくなってきた。
ASSPは，いろいろの使い方に対応できるように，
つまりいろいろの機能を詰め込んでいるために，
アプリケーションによっては使われない機能が無
駄になっている。しかし問題は同じ ASSPを多
くの企業が使い，その差別化ができなくなり，価
格切り下げ競争になる。
この半導体システム LSIのジレンマを解決し
ようと最近「カスタマイザブル ASIC」，「カスタ
マイザブル ASSP」と言うものを開発しようと言
う動きがある。つまり或る特定のアプリケーショ
ンにカスタマイズするコストを大幅に削減できる
半導体のアーキテクチュアである。開発費を比較
的低く抑えられるので，無理をして多くの半導体
を売らなければならないと言う制約から逃れ，し
かも他との差別化が可能となり，価格切り下げ競
争に走らず，市場に提供することになる。すでに
試みられたある技術は失敗して市場から退場して
いるが，これから更にいろいろの新しいコンセプ
トで開発が進むであろう。この分野で日本半導体
産業の貢献が強く望まれる。
まとめ
以上考察してきたように，世界的に商品のコモ
ディティ化が進んで，そこに低賃金の国が安くモ
ノを造るという中国，インドの産業活動が活発に
なり，世界はデフレ・スパイラルに落ち込み，
リーマンショックの大不況から脱却できずにいる。
このコモディティ化は，商品の複雑化，基幹モ
ジュールのシステム LSIが絡んで，益々深みに
はまっている。その嵐をどう切り抜けていくかが
喫緊の課題であり，特に日本産業はモノ造りを上
流の商品コンセプトとしての「意味的価値」を創
造できるものに変革しなければならない。これに
より，これまでとは似て非なる新しい市場を創り
出し，価格切り下げ競争からの脱却に真剣に取り
組まなければならない。
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